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1. はじめに

　プリント配線板製造およびその実装では，部品の微小化
やファインピッチ化，高多層化など，実装の高密度化が著
しい。これに伴い，光学式カメラを用いた外観検査では，
接合状態が「見えない」部品を非常に多く使用するように
なってきた。
　このため，BGAパッケージでのはんだボール接合状態検
査やはんだボール内のボイド検査，TSV (Through-silicon Via)
や LTH (Laser Through-hole)内のボイド検査などにX線検査
装置が普及し始めている。
　本稿では，X線検査装置の適用分野と，最新技術の動向
について述べる。

2. X線検査装置の適用分野

　図 1は，X線検査装置の適用分野を示したものである。
　いずれの分野でも，接合状態が「見えない」部品に対す
る検査の必要性が，共通の課題として認識されている。
　産業分野では，検査速度と装置コストの点で，透視画像
を用いる X線 2D検査装置のインラインに対応したタイプ
が主に使われている。
　しかし最近では，実装の高密度化がさらに進展して，裏

面部品や近傍部品の影響が無視できなくなり，インライン
対応の 3DX線 CT検査装置の導入が始まっている。
　また，実装状態の解析用に，より高精細な 3DX線検査装
置のニーズも高まっている。
　自動車分野では，エンジン制御やブレーキ制御に用いら
れる ECU (Electronic Control Unit)基板の検査や，IGBT 
(Insulated Gate Bipolar Transistor)パワーモジュールなどのは
んだ付検査などに X線検査装置が利用されている。
　ECU基板やパワーモジュール基板の検査では，全数検査
のニーズがあり，インライン検査が必要なため，検査速度
が重要である。
　さらに，検査項目としては，電気的な接続状況だけでな
く，パワー半導体部品の放熱を確保するために，そのはん
だ付部分のボイド検査も重要である。
　半導体分野では，フリップチップ接合検査や，マイクロ
バンプ接合検査などに，超高解像度が必要で，ナノフォー
カスサイズの X線発生器を用いた，X線 CT装置が利用さ
れている。
　半導体分野の検査対象基板は，生産の効率化のため，大
規模な多面取り基板の場合が多く，また，シート状のフレ
キシブル基板も多いので，ワーク吸着機構などを備えた大
型基板の検査に対応した X線検査装置が多く見られる。
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図 1.　X線検査装置の適用分野


